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Czech & Slovak Chapter
P 0. BOX 66, 563 01 Lanskroun, Czech Republic

®
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Workshop IMAPS CZ & SK

Zveme Vas na Workshop spéiesti International Microelectronics and Packadhugiety —
Czech and Slovak Chapter - IMAPS CZ & SK

~Polymery v technologii elektronickych sowastek"
ktery se koné v patek

17.10.2003 od & hod
v zasedacim sale

Katedry technolégii v elektronike, Fakulta elekédiniky a informatiky
Technicka univerzita v KoSiciach, Park KomenskéhKdSice

PROGRAM
°_ o  Zzahgjeni, J. Sikula president IMAPS CZ&SK
Uvodni projev pednese K. Kurzweil, president IMAPS - EUROPE
90—  MOLEX - histéria a perspektivy, M. Somora
- 10° DuPont - presentace firmy, K. Adams

10°-10°  Porovnanie vlastnosti polymérovych a Mri@tod u tantalovych
kondenzatorov, S. Pala

10— 11°  Perspektivy aplikaci polyméw elektronice, S. Nedpek

11°-11°  Prestavka

11*°-12°  Prepajacie technolégie na Katedre technolégiektednike, S. Slosaik
12°~12°  Vodivé vrstvy na bazi polymér V. Sedlakova

12°-13°  Informace k EMPS 2004. Vypsani studentské&tuha dast na konferenci.

13°-14°  Omd
14°-16°  Exkurze do zavodu MOLEX Slovakia a.s.

Spole&ensky véer

Registr&ni poplatek: 300,- Sk, uhrada hotquti presenci
Program workshopu je ukgnén na webovych strankach spiesti
WWW.imaps.czwww.imaps.sk

V Brné 15.9.2003

Prof. Josef Sikula
president IMAPS CZ&SK

ICO: 150 29 867, BANKOVNI SPOJENI: Ceska spofitelna, a.s.: &.4. 1322265399,/0800



